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Le presente invencidn se refiere a perfeccionamientos en
plzcas de circuito impreso moldeada,
La fabricacién de circuitos eldctricos que utilizan téeni

cas de places de circuito impreso es una técnica perfectamente conocida.,

For-lo general, la placae de circuito impreso estd formada por un materia%
gislasvte, mecanizedo para recibir en el mismo componentes eldctricos, co'
canexiones eléctricas entre los componentes proporcionadas por metalizacio
nes conductoras situades en uno o en ambos lados de la placa. E1 mecanizado
de la placa incluye la perforacidn o tzladro de orificios en posiciones de
la placa incluye lz perforacién o taladro de orificios en posiciones prede
terminadas de la nlace para recibir los conductores extendidos de algunos

componantes eldctricos, E1 proceso de mecanizado puede incluir igualments

la perforacién o el taladro de orificios mayores de diversos tamafios y for
|'mas, para acomodar estructuras mecédnicas relacionadas con otros componenth
eléctricos, tales como lzs formas cilfndricas que soportan las bobinas can
ductivas, ccﬁprendiendn asf un inductor. Paré los componentes quernecesitan
casouillos, se ﬁan mecanizado unos orificlos en las placas en los lugare
apropiédcs, de manera duepuadan insetarse y fijarse a 1la placa casquillo
previamente fabricados. Cuando la placa debe soportar otras estructuras,
por ejemple potencidmetros, o cuando debe fijarse a un chasis eléctrico, |se
suelen utilizar comdnmetente bridas fijadas a la placa para otener estos
fines. |

Estas placas conocidas de la tdenica anterior son de fa-~
bricacidn muy eomplicada y costosa. £l proceso de mecanizado, especialmernte

con relacidna a orificios de montaje de componentes que se deben colocar

enilugares predetsrminados, se ha demostrado poco prdctico, porque si lo
orificiss no se encuentran en un lugar preciso de la place, el montajes je
mace dificil, especialmente por las técnicas de insercidn automdtice dew
componentes. Ademds adn cuando el orificio esté colocado en su posicidn o
exacta, es preciso controlar cuidadosamente el tamafio del mismo, S5i el tama

fio del orificio es pequefio, la inserccidnm pueds llegar a ser duy dificil

No obstante, si se hace demasiado grande, se pierde 1a accidn capilar nege

“
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satla para cobresoldar los componentes, obteniéndose conexiones intermitlen
tes, Por otra parte, la fabricacidn convencional de placas de circuito
es costosa por el hecho de gus, parz completar el montaje, es necesario
fijer 2 les mismas casquillos o tomas, bridss y similares fesbricados exts
riormente,

En consecuencia, un objeto de la invencidn es el de pro-

porcionar un conjunto de placa de circuito impreso perfeccionado, que ppo

123

porciona un medio preciso, y sin embarge etonofico, para construir circu

tos eléctricos,

Brevemente expuesto, segin la invencién, lan placa de cig

cuito impreso perfeccionada es de construccidn moldeada, de manera gue pue
. ’ —

da conformerse previamente para recibir y soportar en la misma componentes
eléctricos, La interconexién entre componentes eléctricos se consigue por
el hecho de que'las placa est4 adaptada para recibir un material conductor,

como por ejemplo cobre, en una configuracidn determinada, interconectando

de ess modo los componantes,

Dado que la placa es de construccidn moldeada, permite e
moldeo en la misma, en lugares pregcisos, de orificios de gufa para los -
conductores extendidos de componentes eléctricos, El modeo permite el a
llanado de los orificios para facilitar la inserccidn de componentes, Po
otra parte, en la placa se pueden moldear integralmente casquillos o tp
mas de bobnina, conectaores de.borda y similadores,

La fig, 1 es una vista en perspectiva que ilustra una plE
ca de circuito moldeada,

La fig.2 es'una vista en seccidn lateral del arificio de
montzje y del casquillo de circuito integ}ado representado en la Fig.lly

La figs. 3 es una vista en seccifn lateral del conector -

representado en la placa de le Fig, 1,

La fig. 1 ilustra una porcidn de un soporte 10 de placa

de circuito impreso moldeada segiin la presente invencidn. Con todo deta-

lle y en perspectiva se muestra una primere placa de circuito 12 que est%
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moldeada integralmente.con una segunda placa de circuito l4(representada
en vista pafcial) en el mismo soporte 10. En el soporte 10 van moldeadas
unpar de lineas de incisidn 16, 18, en relacidn adjunta con las placas d
cireuito primera y segunds 12, 14, respectivemente, permitiendo asi una

fdcil extraceidn de la placa del soporte. Se prefiere una construccién d

(L)

soporte porque la mayorfa de lZneas de montaje de fabricacién actudn al
mésimo de eficiencia con placanéé circuito de una dimansidn determinada}
£l concepto de soporte permite 2l operador de produccidn montér simultd-
neamente miltiples placas, evitando de ese modo el monteaje convenéional
placa por placa, que lleva tanto tiempo. Por otra parte, es mds scondmiceg
soldar por ondes un tamafio standard de soporte que platss separadas de di
versos tam3fos, Debs comprenderse que un soporte de la dimensidn dessada
podria cantener varias placas de circuito individuales, de las gue akgunas
0 la totalidad pueden ser diferentes de otras placas del mismo soporte,
Cualquiera gue tenga un conocimiento ordinario de la téc
nica del moldeo podrfa-prever innumerables materiales y procesos de modslo
para producir placas de circuito segln la invencién. No obstante, 1a reali
zacidn preferida de la presente invemcidn utiliza un compuesto de moldeo
de resina epdxido de vidrio en proceso de moldeo por inyeccidén, Estos ma
teriales y procesos son perfectamente conocidos en la técnica del moldeo
Una caracterfstica particular de la presente invencidn e$

que la placa de circuito moldeada puede conformarse previamente para rec;

| $2md

bir y soportar en la misma componentes eléctricos,
Como se expone con mayor extensidn en lo que sigue,los cpm

ponentes elécticos recibidos y soportados por estas placas de circuito =

pueden ser interconectados por medio de una plantilla de material conduc
tor convencional fabricado en el lado del fondo de la placa,

Se proporcionan muchos componentes eléctiricos con cables

terminales que se extienden desde los mismos, cuyos cables o donductores:

se montan comfmmente a las places de circuito por medio dezorificios talg

. |
drados o perforados dentro de las placas, En 1a presente invencidn, sin em
|
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plscas por medio de gquipo automdtico de insercidn. Otra ventaja de la pla

bargo, y tal como se ilustra, por ejemplo, en 20, se pueden proporcionar
orificios de montaje para los conductores extendidos de componentes elég
tricos en la misma place moldeada de circuito, como parte del proceso de
moldeo, Debico a la demostrada precisidén y repetibilidad de los procescs
de moldeo, los orificios pars componentes puede situarse con toda exacti
tud en las diferentes plecas, manteniéndose el tamafic de los orificios ;Ln
tro de tolerancias muy extrechas, Este caracterfsticas es ﬁarticularment

conveniente cuando los componentes eldctricos se deben insertar en las =

ca moldeada de circuito de la presente invencidn consiste en que los orif’
ficios que se proporcionan para los componentes eléctrcicos con conductg)
res extendidos pusde llevar una identacidn o ranura avellanada, Esto se

ilustra mejor en la Fig. 2, en la que se muestra un diagrama en seccidn

de un reistor 24, con un conductor terminzl extendido 26 que se debe sitpar

se dentro del orificio de gufa 20 . E1 urificio de gufa 20, tal como se
muestra, se moldes para proporcionar un avellanado dl ?rificio 20, con lp
gue el conductor extendido 26 del resistor 24 puede ser guiado aliinteripr
del orificio 20, E1 tamaMo del orificio 20 situsdo en la parte inferior

de le placa 12 es critfco por dos razones. 51 el ofificio 20 es demasiadp

jLiYd

a8 través del orificio y se ha sopldado la placa, por sjemplo, por el:oproc
so de cobresoldadura por ondas, la accidn capilar del fundente alrededor
del conductor extendido 26 puede gue no sea suficiente para establecer -
una firme conexién svldada., Comu consecuencia, se puede dar un contacto

intermitente. Resumiendo,pues, moldeando el orifich 20 dentro de la placp
de circuito impreso 12, de obtienen varias ventdajas sobre las placas .perfo

radas o tzladradas de la téenica anteriors En primer lugsr, cada orifico

se sncuentra situado con tods precisién en todas las placas. En segundo

lugar, el tamafioc del orificio se mantiene el valor deseado. Por ultimo,
puede moldearss en el orificio un avellanado o conicidad, dacilitando asf
la insercidn de los conductores de componentes. Todas estas ventajas eon

importantes para conseguir una construccidn econdmica, y al mismo tiempo

asegura, de circuitos eléetticos en placas de circuito.
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Aunque se hea cads un ejemalo de un comaaonente can un

c=nductor sxtendido como un resirter 24, debe guedsr entesndido aue inqgf
merables componentes eléc?;icos tienen concuctores extendidos aue aodrf%n
beneficiarse de la construccidn de la placa moldezcdes de circuits impres%
segdn laz invencidn. "lgunos ejemplos son los condensadcres, 1nductores,!
osciladores de cristzl, diodeos, etec, egtec,.. j

pa

Un elemento comdn que se encuentra en una placa de circ
to es uninductor., Un inductor tipico necesitz una porcidn de ndclec con juna
arrollamiento de cable eléctrico enrollace zl tededsr del mismo. En la -

I

téenica, se sebe que la bobina podriz forme-se tzladrando o perforando-

un orificio de tama®o epropiado en la places de circuito, y encajando a

:

presidn en el orificio de l2 una matriz de bobina con el arrollamiento si
tuads zlrededor de la misma. Segdn l2 presente invencién, sin embargso, J;;
matriz de bobina (unz de las cuzles se ilustra en 30) podrfa moldearse éi
rectamente en 1la placa de circuito del proceso de moldea,'la matriz de Ho
bins no sdélo se situard de manera preceterminada, sino que.también tend;é
exactamente los didmetros interior y exterior corresctos. Si 1z bobina
debe sintonizarse por espira cortacircuitada, puede moldearse un rebord

o rosca apropiada en el didmetro interior de la matriz de bobina 30 en jon
de se puede colocer la espira cortscircuitada,

Con frecuencia zs conveniente proporcionar una brida a

la placa de circuito, por medio de la cual se puade fijar un comoonent
a la placa o bien fijarse la placa a otrs estructura. Esto se solfa rea
zar en la técnica anterior fijando una brida metdlica a la placa de cir ui
to por seoldadura o por conectores mecdnicos convencionales, tales como un

tornillo y tuerca. laciendo de nuevo referencia a 1la Fig. 1, la placa d
circuito de la invencidn puede recibir integrales por el proceso de mol
deo, “dos de las cuales se ilustran en 32, 34, Es decir, las bridas deseal

das pueden moldearse integralmente can la placa 12, La brida ilustrada

en 32 se pretende para fijer la placa de circuits 12 a una estructura ex

terna, como por ejemplo un chasis, 2 través de alguno de una serie de co
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nectores mecdnicos conocidss, como, por sjemplo, una tuerca y un pernc,

La brides ilustrada en 34 representa un ejemplo de una es
tructura s la que puede fijarse otro componente. Por ejemplo, a través de
los orificios, de montaje 36, podrfan fijarse a labrida 34 un potencidme
tro, una luz piloto, un interruptor o cualquiera de una gran variedad de
componentes. Ni que decir tiene que, dado que los orificios 36 estdn molde
ados debtro cde la brida 34, los orificios estdn situsdos con toda precisién
y cueden tener cualouier tamafio y forma deseados.

En la construccidn convencional de placas de circuito, es
a2 menudo converniente proporcionar tomas o casquillo en la placa, que sip

ver para recibir componentes eldoctricos, Esto se realiza por lo general =

perforando o taladrando los orificios de tamafio spropiado en la placa, lo
cuales son de tamafio y forma tales que sirvan paré recibir una toma apropia
de previamente febricada. Hacisndo de nuevo referencia a la Fig, 1, la tg
me bdsica 28 puede fabricarse integralmente con la pleca moldeada 12, En
este casp, la toma 38 se ha diseRado pararrecepcidn de cipcuitos integradfs
gue tengan filas paralelas de conductores. Se observard que la toma 38,
al igual que ocurre con otros componentes moldeados sobrs la placa 12,
puede colocarse con toda precisidn sobre la placa, Los orificios dispuestps
dentro de la toma 38 pueden igualmente disponerse con toda exactitud, permi
tiendo asf unaiinserccidn siempre segura del circuito integrado.

Aunque se podrfian insertar contactos eldctticos comerciales
disponibles dentro cde la toma 38 para contacto gldctrico de los conductorgs
del circuito integrado, en la Fig.2 se ilustra un sistema mds econdmico,
En dicha figura se muestra una toma moldeada 38, en vista en seccidn, dlug
Lrando dos orificios 40, tada uno de los cuales recibe un terminal del cir
cuito integrado. La placa de circuito estd adaptada para recibir un material
conductor en la misma, como por ejemplo cobre, cuyo matsrial interconécta
eléctricamente los componentes eldctricos. Existen diversos procedimientos

conocidos en laiindustria pars proporcionar secciones metdlica de intercp
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nexidn en placas de circuito impreso. €n un procedimients, lz plra estd
totalmente recubiertz por galvenoplestia, por ejempls, con cobre, Poste-
riormente, a trzvés de un proceso de fotorresistencia, se mordenta seleg_i
tivamente el cobre, dejando ds ese modo la configuracidn deseads del cir
cuito, Otro procedimisnto somdn utiliza el depdsito de un adhesivo en el
lugar exacto de la placa al que debe adherirge el cobre, depositdndose des
puds schre dicho lugar el cobre. Los técnicos conoeen otros varios proce
dimientos apropiados.

Volviendo shora a la Fig. 2, el material canducto£ de cobre

46 que recubre la plece puede extenderse hasta y alrededor de los orificlos

de recepcidn de circuitos 40, pronorcionando asf conexidn eldctrics entr

(U]

los conductores de circuitos inteqrados recibidos y los restantes compo-
nentes de la placa de circuits, sin el uso de conectofes adicionales. Esto,

como es muy fdcil de comprender, sroduce un medioc muy segurc, y sin emba;

17

ge econdmico, de montar componentes tales comg circuitos integrados, traj

(=]

sistores, etc,, en la pleca de circuito.

También se representa sn la Fig, 1 una relgleta de conec
tores SO0moldeada integralmente con la placa c¢de circuito 12, El circuito
conector SH puede reicibir uns serie de tomas del tipe enchufable y, dade
que gstd moldeado, puede tomar cualquier tamafo, forma y situacidén en la
placa 12, En la Fig, 3 se ilustra una vista en seccidn del conector 50,
En ella, moldeados dentro de la regleta de conectores 50, hay una serie
de retenes, uno de los cuales se ilustra en 52: En la base del reten se
proporciona un canal 54 que llega hasta la segccidn de cobre 46 plateado
sobre el lado del fondo de la placa, el retén 50 va moldeado de forma qu
tenga el tamafo y forma apropiados para recibir cualquiera de una seris r
de pasadores y/o tomas comercialmente disponibles, gquepueden insertarse
simplemente en 8l retén 52 y mantenidos en su lugar por friccidn mientras

se suelda por ondas la placa, o por tualquier otro sistema similar, adhi

riendo de ese modo la clavije o la toma a la varilla de metal de cobre 46.

En la Figs, 1 se muestran otros varlos orificios y, porci



ciones extruidas, tales como un conector de bordB‘ED, gue son nada més
gque ejemplos de las miles de formas que podrfa asumir la placa moldeada
de circuito impresp para rebibir y/o soportar compoﬁentes, tanto el&ctri
cos como de otro tipo,

Descrita suficientemente la naturalsza del invento as{
como la manera de llevarlo en la préctica, debe hacerse constar, que la
disposiciones anteriormente descritas son suceptibles de todo tipo dé md

dificaciones de detalle en cuanto no alteren su principio fundamental,
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ductores terminales extendidos, adpatados para su insercidn en una toma

misma, teniendoc la estructura de toma unas dimensiones predeterminadas p

W

REIVINDICACIONES

1, Perfeccionamientos en placas de circuito moldeadas,
caracterizados porque la placa conformada de antemano en una configura
cién plana, recibir y soportar en la.mismes componentes elédctircos seleccio
nados, estando adaptada la nlaca de circuito parar recibir sn ella una plan
tilla de material conductor para interconectar los componentes eldctricds
recibidos y soportados en una configurscidn deseada de circuite,

2. Perfeccionamientos seqdn la reivindicacién 1, carac-

terizados porque al menos uno de los componentes eléctircos tiene termif

[}

les que se extienden desde el mismo, llevando la placa unos orificiocs mdl
deados gque la atraviesan, situados con gran precisidn, parar recibir en
ellos los terminales extendidos, de forma que el componente se coloque

2 un lado de la placa y los termipales conductores del componente se ex
tiendan desde el lado ppuesto de la placa,

3. Perfeccionamientos segdn la reivindicacién 2, caracte
rizados porque los orificios se moldean con una indentacidén avellanada
en gl primer lado citado de la placa, facilitando de ese modo la introdu
cién de los conductores de los componentes en y a través de dichos orifi
clos. '

4, Perfeccionamientos seqtin la reivindicacidn 1, caractg

rizados porque 21 menos uno de los componentes eldctricas tiene unos con

de recepeidn, incluyendo la placa una estructura de tomas moldeada en lj
ra recibir los conductores del componente eldctrico;

5. Perfeccionamientos seqin la reivindicacidn 4, caracteg
rizados porque la tome moldeeda estd adpatada para recibir un mateiial
conductor en la misme, de forma que cuamdo se insertan les conduttores

de un componente eléctrico en la toma, el material conductor entre en co

=]

tacto con el mismo para formar una conexidn szléctrica conel,

6. Perfeccionamientos segun la reivindicacidn 1, caractg
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rizados porque sl menos uno de los componentes eléctricos as un inductor

que necesite una porcidén de ndcleo y une porcidn de arrollamiento que se

enrollard alredador del ndcleo, comprendiende la placa un ndcleo moldeads
integralmante sobre la mismz, de dimensidn predeterminada adecuada para e
rrollar 1a porcifn de arrollamiento alrededor del mismo, formando as{ dig

inductor,
7. Perfeccionamientos segun la reivindicacign 1, caracts

rizados porgue comprende ademds unas bridas maldeadas scbre la placa, adap

tadss les bridas para conectar mecdnicamente la placa a otra estructura
mec#nica, |

8. Perfeccionamientus segin la reivindicacidn 1, caracte-
rizados porque cusndo 1a placa estd en combinacién con otras plasas simi
lares, todas las placas se encuentran moldeadas integralmente en un solo
soporte,

8, Perfeccionamientos segin la reivindicacidén 8, caracte
rizados porque se moldean unas lfneas de incigidn dentro del soporte y
en lugares predeterminados con relacidn a las placas, proporcionando as{
un medio para la extraccién de las placas del soporte.

10, Perfeccionamientos en placa§ del circuito moldeadss ,
tal y como queda suficientemente descrito en la presente Memoria, y en di

?UJDS' Esta Memoria consta de 10 hojas edcritas a Maquina por una

sola cara.

Medrid,
MOTOROLA INC,
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